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Abstract (Basic): DE 19748689 Al 

NOVELTY - The circuit board (12) has at least one solder pad (1) on 
one surface and a through -contact to at least one conductive track on 
another surface of the board or within the board. A lead (2) connects 
the solder pad to the through- contact . The through- contact consists of 
at least two parallel-connected metallised holes. ....(3 ) ,-. The lead between 
the solder pad and the hole nearest the pad has at least the same width 
as the solder pad, . 

USE - For Surface Mounted Device circuit board for high frequency 

applications. , •' , 

ADVANTAGE - The inductance of the connection between a solder pad 

and a circuit track is minimized. t 

DESCRIPTION OF DRAWING (S) - The drawing shows a first layout or tne 
circuit board. 

Solder pad (1) 
Metallised holes (3) 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Niederinduktive Verbindung 

© Eswird cine Lcttcrplattc beschrioben, bei der die Induk 
tivitat der Verbindung zwischen einem Lotpad (1) und ei- 
ner oder mehreren Leiterbahnen, wetche sich im Inneren 
der Leiterptatte oder auf der dem Lotpad (1) gegenuber- 
liegenden Seite der Leiterptatte befinden, minimiert ist. 
Das wird dadurch erreicht, daG zur Durchkontaktierung 
mehrere Bohrungen (3) verwendet werden, und daft die 
Zuleitung zwischen Lotpad (1) und Durchkontaktierung 
flachenartig ausgebildet ist. Das beschriebene Layout 
kann bei zweilagigen und mehrlagigen Leiterplatten an- 
gewendet werden. Es etgnet sich insbesondere zur induk- 
tivitatsarmen kapazitiven Kopplung 
mittets SMD-Kondensatoren. 
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Beschreihung 

Gebiet der Erfindung 

Die Hrfindung betrifft einc Leiierplatie. insbesondere die > 
Verbindung cines Lot pads auf einer ersten Oberflache mil 
einer Ix-herbalm auf ciner zwciten Oberflachc oder in einer 
Innen I age der Leitcrplaite nach deni Oberbe griff des An- 
spruehs 1 . 

to 

S land der Technik 

lis isi bckannt, daR das Layout einer Leiterplaite groRen 
LinfluR auf ihre eleklrisehcn Higenschafien wie Induktivitai 
und Kapa/itiit hat. Bei vie ten Anwendungen, insbesondere 15 
dann. wenn die I^eiterplattc mil hohen Frequenzen betricben 
wird. wird beim Layout darauf gcachtet, daR die parasitaren 
Induklivilaien mogiichst klcin gch alien werden. Dies wird 
unier andereni dadurch crreicht, daR die Leilerbahnen mog- 
liehst breit gemaeht werden. und Leiicrschleifen eine 20 
klcinstmogliehe Mae he uinschlieRen. 

Trot/dent is! bei herkommliehen SMD~bestuckien mehr- 
lagigen Leiierplatien die Verbindung zwischen SMD-Lot- 
pads. die sich auf einer ersten Oberflache befinden, und Lei- 
lerbahnen. welehe sich in Innenlagen oder auf der /weilen 25 
Oberflache der Ixherplatte befinden, relativ hochinduktiv. 
Bisher sind die in Rede stehenden Anordnungen wie folgi 
gesialiei: Die Verbindung besteht aus einer 'innen iiietalli- 
sierten Bohrung. welehe ais Durchkontaktierung zwischen 
den IxMierplaiienschichten dicnt, und einer schniaien Zulci- 30 
lung, der diese Bohrung mil dent SMD-Loipad ieitend ver- 
bindet CFig. ()). Die relativ hohc Induktivitai einer solchen 
Verbindung isl insbesondere dm in siorend, wenn es darum 
gehi, leilerbahnen niederinduktiv kapa/.itiv /.u koppeln, das 
heiRi w enn das Lot pad zur Aufloiung eines SMD-Konden- ^ 
saiors dienl. 

Darsiellung der Hrfindung 

Xiel der Lrfindung ist es. eine Anordnung zu schatTen, bei 4i 
der die Induktivitai der Verbindung zwischen cine in Lot pad 
.und einer Leiierbahn. welehe sich in einer anderen Schicht 
dcr IxMierplatie oder auf der entgegengeseiztcn Oberflache 
belindet. minimieri isl. 

Dies wird durch eine IxMierpIatte mil den Merkmaten des 4; 
Anspruchs 1 erreichi. 

Die Gesamtindukiivitat einer in Rede stehenden Anord- 
nung setzt sich im wesent lichen aus zwei Induklivilaten zu- 
sammen; Dcr Induktivitai der Durchkontaktierung und der 
Indukiiviiiit der /u lei lung. Die erhndungsgemaBe Anord- 5 
nu ng mini mien heide Induklivilaien, und soniii auch die Ge- 
sumtindukiiviiai. Die Induktiviliii der Durchkontakiierung 
wird dadurch redu/.iert. daR mehr als eine innen niclallisicrte 
Bohrung zur Stromlciiung verwendet wird, was einer Paral- 
lelsehaliung entspneht. Bei gieichartigen Bohrungen ist die 5 
Induktivitai dcr Durch koniaktierung uiugekehrt proportio- 
nal zur An /.ah I der Bohrungen. Die Indukiiviiiit dcr Xulci- 
tung wird dadurch niinimiert, daR die Xuleitung niindesiens 
auf der ganzen Breit e des SMD-Lotpads mil diese in \erbun- 
den ist. und mil niindesiens diescr Breite zu den Bohrungen < 
geluhn wird. Die Xuleitung erhait dadurch eine Hachenar- 
lige Geometric. 

Das hier heschnebene Layout kann naluriich nichl nur bei 
SMD-bestuckten Ixmerplatien angeuendei werden. sondcrn 
lmmer dann. v%enn cin beliebiges Bautci) auf ein I^otpad auf- ( 
gelotet. und Ieitend mil einer Leiterbahn in einer Innenlage 
einer Leiierplatie. oder mil einer Leiierbahn auf dcr gegen- 
uborliegenden Seiic der Leiierplatie leiicnd verbunden wer- 



den soil. Deshalb ist im folgenden allgemein von Loipads 
die Rede. Bei den Leiterbahnen kann es sich um Signalled 
tungen, GND- oder V cc -Lagea handeln. 

Vorteilhafre Ausfuhrungsformen ergehen sich aus den 
Unteranspriichen. 

Die Erfindung wird nun an hand von Zeichnungen naher 
erlautert. Bs zeigen: 

Fig. 1 eine erste erfindungsgeniaRes Layout; 

Pig, 2 eine zweite erfindungsgeniaRes Layout; 

Fig. 3 ein erstes Anwendungsbci spiel; 

F"ig. 4 ein zweites Anwendungsbcispiel; 

Fig. 5a. b Querschnitte erfindungsgeniaRcr Verbindungen 
in nichtmaRstablicher Darstellung; 

• Fig. 6 ein Layout nach dent bisherigen Stand der Technik. 

Fig. 1 zeigt cine erfindungsgeniaRe Anordnung in der 
Dr.aufsicht. Das Lotpad 1 mit der Lange 1 und der Breite b ist 
mil - seiner gesamten Unterseite auf der Zuleitung 2 ange- 
bracht. Mil Langssciic wird hier dicjenige Scitc bezcichnet. 
welehe parallel zur Langsrichtungdes auf dem Lotpad anzu- 
ordnendent SMD-Bauteils ist. die Breitsciie ist die dazu 
senkrechie Seite. Die Zuleitung 2 isl so gestaltet, daR sie das 
Lotpad 1 an seinen Breitseiien uberragt. Die Xuleitung wei- 
tet sich zu zwei nebeneinander angeordneten Bohrungen 3a, 
b hin t acherfbrmig auf. Eine drine Bohrung 3c ist, voin Lot- 
pad aus gesehen. hinter den Bohrungen 3a, b angeordnei. 
Die Bohrungen 3, welehe cine metallisicrtc Oberflache ha- 
ben. si nd Ieitend mit Leiterbahnen 7 im Inneren der Leiter- 
plaite 12 verbunden (Fig. 5a). Naluriich isi es auch denkbar. 
daR die Bohrungen mit nur einer Leiierbahn im Inneren der 
Leiierplatie 12 verbunden sind, oder daR sich die leiterbahn 
7 auf dcr emgegengeseLzten Oberflache beh'ndet (Fig. 5b). 

Fig. 2 zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel. welches dem in Fig. 
1 ahnlich ist. Die Zuleitung 2 hat hier zunachsi die sclbc 
Breite b wie das Lotpad 1. und wcitel sich dann zu zwei 
Bohrungen 3a, b hin auf. Diese Ausfiihrungsform isi etwas 
hoherinduktiv als die in Fig. 1 gezeigte, sie ist jedoch auf- 
grund der kleincren geomeirischen Ausfuhrung in manchen 
Fallen zu bevorzugen. 

Fig. 3 zeigt cin Anwendungsbeispieldererfindungsgenia- 
■ Ben Koniaktierung. Hier wird eine Oberflachenleiierbahn 8 
liber ein SMD-Bauteil 6 mit einer Leiterbahn im Inneren 
oder auf der entgegengesetzten Seite der Leiierplatie 12 ge- 
koppelt. Das SMD-Bauteil 6 isl wie bei bisherigen Leiter- 
piatien auch an seinen Kontaktbereichen 6a mitt els Lot 9 mil 
; dem Lotpad 1 verbunden. In dent hier gezeigien Beispiel 
handelt es sich bei der Leiterbahn X um eine Potential! age, 
bei spiels weise cine GND-Lage. Allgemein empfiehlt es 
sich, damit dcr indukiiviiaisamie Aufbau der Durchkontak- 
tierung nichl zu Nichte gemaeht wird die Oberflaehenleiler- 
) balm 8 niindesiens so breii wie das mit ihr verbundene Loi- 
pad 1 zu mac hen. 

Fig. 4 zeigi die Anwendung eines crfindungsgemaRen 
Lavouis fiir den I ; all, daB zwei Leiterbahnen 7, welehe sich 
i m Inneren der Leitcrplaite 12 befinden uber cin SMD-Bau- 
5 teil 6 miiemander gekoppeli werden sollen. 1 her isi es nalur- 
iich voneilhaft, wenn die Verbindung jeder der bciden Lei- 
terbahnen zu dem ihr /ugeordneien Lotpad 1 mil eincm cr- 
findungsgemaRen Layout erfolgi. lis isl naluriich auch denk- 
bar, daR mil einem Lotpad 1 mehrerc Leilerbahnen 7 ver- 
o bunden sind (s. Fig. 5a). 

Wie bei bisherigen Leiterpiatien auch. ist die Oberflache 
der Leiierplatie 12 mil einem Lotstopplaek 4 vcrsehen. in 
vvelchem Aussparungen tiir die I^Mpads 1 sind. Insbeson- 
dere isi der Lotsiopplaok 4 so angeordnei. daB ein Ilinein- 
> laut'en von Ix»l in cine der Bohrungen 3 /.uverlassig verhi ri- 
der i wird. 

Die Koniaktierung zwischen ciner Bohrung 3 und der 
Ix'iterhahn 7, welehe kontukliert werden soli, wird wie bei 
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herkommlich.cn Leiterplatten erreicht. Die Metallschichi 10 
auf der Bohrungswandung stent in leiiendem Koniakt zu der 
Zuleiiung 2 und zu der oderden Leiterbalinen 7 (Fig. 5). Na- 
ttirlich niufi die entsprechende T^iierbahn 7 zumindest dort, 
wo sie komaktien werden soli, breit genug sein, damit sie 5 
von alien der Kontaktierung dienenden Lochern durehsto- 
Ben wird. Da Lciterbahnen aufgrund der angestrebten nied- 
rigen Induktivitai in der Regel breit gefuhrt werden isi an 
dieser Stelle meist keinc wesenUiche Layoutanderung ge- 
gen Liber herkommlichen Leiterplatten notig. Der Ubcrsiehi- JO 
lichkeii halber sind die Zcichnungen IblgendennaBen vcr- 
einfachi: 

- In den Fig. 1-4 sind weder Innenlagen-Leiterbahnen 

7, noch Lotstopplack 4 dargestellt. 15 

- Die Fig. 5a, b zeigen jeweils einen Schnitt durch 
eine der zur Koniakuerung dienenden Bohrungcn 3. 
Die zur sclbcn Komakiicrung gehorenden Bohrungcn 3 
sind in analoger Weise mit den jeweils gleichen Lciter- 
bahnen 7 verbunden. 20 

Das hier beschriebenc Layout kann naturlich nicht nur auf 
Vie Ischieht leiterplatten angewendet werden, sondern auch 
auf Zweischichtlciterplatten, bet dencn Leiterbalinen nur auf 
den beiden Oberflachen angeordnet sind, und die Durehkon- 25 
taktierung lediglich von einer Oberflache zur anderen er- 
folgl. Die oben beschriebenen Beispiele haben lediglich ex- 
emplarisehen Charaktcr, sie sind keine abschlieBende Auf- 
stellung aller denkbaren erfindungsgemaBcn Layouts. Inshe- 
sondere isi es auch moglich, daB zur Durchkontakiierung ei- 30 
ncs Loipads Bohrungcn mil vcrschiedencn Durchniessern 
vcrwendet werden. Ein besonders wichtige Anwendung des 
erfindungsgemiiBen Layouts ist die kapazitive Kopplung 
zweier Leiterbalinen niitlels eines SMD-Kondensators. wo- 
bei mindestens eine der beiden Kcniaktflachen eines sol- « 
chen Kcndensaiors mil eincnt Loipad verloiet ist, welches 
erfindungsgemaB mil mindestens einer Leilerbahn verbun- 
den ist. 



wendet werden. 

6. Leiterplatte (12) nach einem der vorangehenden 
Anspruche. dadurch gekennzcichnet, daB es sich uni 
eine Mehrschicht leiterplatte handelt. 

7. Leiterplatte (12) nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzcichnet, daB es sich urn 
eine Leiterplatte handelt, welche ausschlieBlich Leiter- 
balinen an der Ober- und Unterseiie tragi. 

8. Leiterplatte (12) nach Anspruch 6. dadurch gekenn- 
zcichnet, daB das Lotpad (1) mil mehreren Leiterbali- 
nen (7) leitend verbunden ist. 

9. Leiterplatte (12) nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB sich eine Leilerbahn (7) auf der zweiten 
Oberflache der Leiterplatte (12) befmdet. 

10. Leiterplatte (12) nach einem der vorherigen An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB auf mindestens 
ein Lotpad (1) ein SMD-Bauteil (6) aufgelotei isi. 

H. Lciierplatte (12) nach Anspruch 10, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das SMD-Bauteil (6) ein Kondensa- 
tor ist. 

12. Leiterplatte (12.) nach einem der vorangehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet. daB die Zuleitung 
aus Kupfer besteht. 

ITierzu 3 Seiie(n) Zeichnungen 



Pal en t anspriichc 40 

1. Leiierplatte (12) mil mindestens einem auf einer er- 
st en Oberflache der Leiterplatte angeordneien Loipad 
t.l), einer diesem Lotpad zugeordneten und mit einer 
Zuleitung (2) ■ verbundenen Durchkontakiierung zu Af> 
mindestens einer leilerbahn (7), welche sich auf einer 
zweiten Oberflache oder in einer Innenlage der Leiter- 
platte (12) betindet, wobei die Zuleitung (2) das l^otpad 

(1) leitend mit der Durchkontaktierung verbindet, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Durchkontakiierung so 
;uis mindestens zwei parallel geschiilteten tneudli- 
siencn Bohrungcn (3) besteht. und daB die Zuleitung 

(2) /.wise hen dem Lotpad (1 ) und der Bohrung (3a. b). 
welche dem Lotpad (1) ant niichsten ist. ntindestens 
dieselbe Br cite (h) wie das Loipad (1 ) autweist.. S5 

2. Leiterplatte (12) nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB zur Durchkontakiierung zwei Bohrungcn 
i3) angeordnet sind. 

L Leiterplatte (12) nach Anspruch L dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Durchkontakiierung drci Bohrungcn 60 
1 3) angeordnet sind. 

4. Leiterplatie (12) nach einem der Anspriichc 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet. daB alle zu einem IxMpad (1 \ 
gehorenden Bohrungcn (3) dcnsclben Durch me sser 
jufweisen. ^ 

5. Leiterplatie (12) nuch einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet. daB zur Durch komakiicrung 
Bohrungcn (3) mit vcrschiedencn Durchniessern vcr- 
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